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Crean un microchip hibrido con
materiales 2D que podria utilizarse en
redes neuronales para inteligencia
artificial

m E| CSIC participa en un estudio internacional que ha

integrado por primera vez un material bidimensional sobre
transistores de silicio

m E| dispositivo abre la puerta a la fabricacion de circuitos
electronicos de bajo consumo y alta durabilidad

Fotografia del chip que integra materiales bidimensaionales./Mario Lanza.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) participa en un estudio
internacional que ha creado el primer microchip de alta densidad de integraciéon
realizado con materiales bidimensionales o 2D, unas membranas ultradelgadas que
poseen excelentes propiedades eléctricas, fisicas y térmicas. El trabajo, publicado en la
revista Nature, abre la puerta a la fabricacion de circuitos electrénicos de bajo consumo
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y alta durabilidad que podrian utilizarse en la creaciéon de redes neuronales artificiales
para sistemas de inteligencia artificial o en dispositivos de ultima generaciéon de
almacenamiento de datos.

La investigacidn esta dirigida por Mario Lanza, cientifico espafiol de la Universidad de
Ciencia y Tecnologia del Rey Abdullah (Arabia Saudi). Por su parte, el investigador del
CSIC en el Instituto de Micro y Nanotecnolgia (IMN-CNM) Miguel Mufoz-Rojo ha
contribuido en la clarificacién de los efectos térmicos que el material bidimensional
produce en microchips de silicio. “Este aspecto podria ser crucial en el futuro para
garantizar la fiabilidad de los dispositivos y para el desarrollo de nuevas aplicaciones”,
explica Munoz-Rojo.

El equipo liderado por Lanza ha integrado por primera vez un material bidimensional
aislante, llamado nitruro de boro hexagonal multicapa (de unos 6 nandmetros de
grosor), sobre microchips que contienen transistores de silicio de tecnologia CMOS
(coplementary metal-oxide-semiconductor), un tipo de tecnologia que esta presente en
todos los productos electrénicos del dia a dia (teléfonos, ordenadores, automéviles o
electrodomésticos, entre otros). “El nitruro de boro hexagonal hace las funciones de
memristor, y el transistor funciona como selector y limitador de corriente. Después de
comprobar que la integracidén se realizé con éxito, interconectamos los dispositivos
(mediante litografia y evaporacién de metal) para formar circuitos matriciales”, seiala
Lanza.

En el pasado la empresa IBM habia intentado integrar grafeno en transistores para
aplicaciones en el campo de radiofrecuencia, pero la densidad de integracién era muy
baja y los dispositivos no permitian almacenar o procesar informaciéon. “En cambio
nuestros dispositivos tan sélo miden 260 nanémetros, y podrian realizarse mucho mas
pequefios de forma muy sencilla si se dispusiera de una tecnologia mds avanzada”,
explica el investigador principal.

Este trabajo representa un gran avance en el campo de la nanoelectrdnica y los
semiconductores no sélo por las altas prestaciones de los dispositivos y circuitos
fabricados, sino también debido al alto nivel de madurez tecnoldgica conseguido (todos
los procesos utilizados con compatibles con la industria de los semiconductores). “En el
futuro la mayoria de microchips explotaran alguna de las muchas exdticas propiedades
de estos materiales”, sefialan los investigadores.
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